
 

３．半導体・ダイボンドテープの消泡・硬化 Void elimination of die bonding tape 

４．半導体、電子部品、熱加圧硬化性樹脂による封止 Epoxy resin for encapsulation 

半導体・パワー半導体 版 

The temperature range has been expanded to enable processing at 250℃. 

Supports resin sealing of increasingly high performance power semiconductors. 

industrial autoclave 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

温度範囲を拡大し、２５０℃処理を可能としました。 

■用途 Application 

１．フィルム内気泡消泡 Void elimination in film 

２．含浸用途 Impregnation effect 

 ACS-U650 

産業用オートクレーブ  

高性能化するパワー半導体の樹脂封止に対応します。 

BCS-U650 



 

https://www.chiyoda-electric.co.jp 
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